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积塔/华虹招标 53/49台，芯源微/北方华创/拓荆科技中标 15/14/11台 

——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第 12期（2022年 06月） 
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国内半导体设备 5月招投标数据（仅限于已公布的数据） 

国内晶圆厂商招标数据： 

华虹半导体：CVD+1 台，ALD+1 台，干法刻蚀+3 台，湿法刻蚀+2 台，前道检

测+2台，前道计量+2台，后道测试机+16台，探针台+19台，后道封装+3台； 

上海积塔半导体：PVD+7台，CVD+15台，ECP+1台，光刻机+4台，干法刻蚀

+5台，湿法刻蚀+1台，前道检测+4台，湿法清洗+3台，去胶+2台，涂胶显影

+3台，化学机械研磨+5台，退火+1台，氧化扩散+2台； 

福建晋华：CVD+1 台，前道检测+2 台，前道计量+3 台，退火+2 台，离子注入

+1台；  燕东微电子科技：前道计量+1 台，湿法清洗+1台，离子注入+5 台，

后道测试机+3台；  华力微电子：干法刻蚀+1台，离子注入+1台； 

上海新微：PVD+1 台，干法刻蚀+1 台，前道检测+1 台，抛光研磨机+1 台，氧

化扩散+1台，后道封装+5台； 

国内设备厂商中标数据： 

北方华创：PVD+8台，干法刻蚀+2台，湿法清洗+2台，氧化扩散+2台；    

中微公司：干法刻蚀+2台；芯源微：涂胶显影+15台；沈阳拓荆：CVD+11台； 

上海微电子：光刻机+1台，缺陷检测显微镜+4台；  屹唐半导体：退火+1台； 

华海清科：化学机械研磨+7台； 上海精测半导体：前道检测+1台；   

中科飞测：前道检测+1台，前道计量+4台；  新益昌：粘片机+3台；   

半导体设备行业景气度数据： 

半导体设备销售额 2021-2023年：全球分别为 1026/1143/1134亿美元，同比

+44.2%/+11.4%/-0.8%（SEMI 21年 12月预测）；中国大陆分别为 296/355/369

亿美元，同比+58.2%/+19.7%/+4.0%（光大证券研究所 22年 6月预测）。 

2022年 5月：中国台湾半导体设备进口额为 27.14亿美元，同比增长 32.9%；

台积电营业收入为 1857.05亿新台币，同比增长 65.3%。 

2022年 4月：中国半导体销售额为 167.3亿美元，同比增长 13.3%；中国半导

体器件用机器及装置进口额累计值为 439.78亿元，同比减少 1.5%。 

2022年第一季度：全球半导体设备销售额为 246.9亿美元，同比增长 4.8%；中

国大陆半导体设备销售额为 75.7亿美元，同比增长 27.0%。 

半导体设备行业投资建议：建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、

至纯科技、华峰测控、长川科技、芯源微、万业企业、华海清科、光力科技、华

兴源创、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific（H）。  

半导体材料行业投资建议：建议关注神工股份、沪硅产业-U、立昂微、雅克科技、

彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、华

特气体、金宏气体。 

风险分析：国产化进度不及预期，晶圆厂扩张不及预期，技术研发不及预期。 
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行业与沪深 300指数对比图 

 
资料来源：Wind 

 

相关研报 

华虹半导体招标 88台，上海积塔半导体招标 77

台，北方华创中标 39 台——国内半导体设备招

投标月度数据跟踪第 11 期（2022 年 05 月）

（2022-5-16） 

北方华创中标 25 台，盛美上海中标 11 台，华

虹半导体招标 141 台——国内半导体设备招投

标月度数据跟踪第 10 期（2022 年 04 月）

（2022-4-17） 

上海积塔半导体招标 5台，燕东微电子招标 11

台——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第 9

期（2022年 03月）（2022-3-15） 

华虹半导体招标 50台，至纯科技中标 8台清洗

设备——国内半导体设备招投标月度数据跟踪

第 8期（2022年 02月）（2022-02-20）  

长川科技中标 14 台测试机和 30 台分选机，光

力科技中标 10 台划片机——国内半导体设备招

投标月度数据跟踪第 7 期（2022 年 01 月）

（2022-01-13） 

 

要点 
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1、 半导体设备及材料最新观点 

半导体设备及材料行业景气度与国产替代进度、晶圆厂扩张以及技术迭代息息相

关，国产替代进度和晶圆厂扩张决定着当前景气周期内对国产半导体设备及材料

的需求，而技术创新带来的技术迭代则不断驱动着半导体设备及材料的需求长周

期持续向上，国产替代是本轮半导体设备及材料景气度高企的核心驱动力。 

半导体设备与新建产线关联度较高，具备周期性强、空间大等特点，半导体材料

有耗材属性，具备周期性弱、持续性好等特点。 

目前大力提高中国大陆半导体设备及材料供应商的竞争力，对保障中国半导体产

业链安全具有显著的溢出效益，有助于大大降低美国等出口管制所带来的风险。

因此，尽管存在巨大的进入壁垒，中国政府将继续重点支持本⼟的半导体设备及

材料行业，即使在中美关系缓和以及设备松绑的情况下，国产化大趋势不变。 

2021年很多国产半导体设备及材料实现了 0-1的跨越，2022年将逐步进入到

1-N的放量过程，预计国产替代的速度将不断加快，我们持续看好半导体设备及

材料国产替代的逻辑，是未来的长周期优质赛道。 

 

图表 1：半导体设备行业指数（申万）及沪深 300指数  图表 2：半导体设备行业市盈率（申万） 

 

 

 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；时间 2012-01-01到 2022-06-17； 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理；时间 2012-01-01到 2022-06-17； 

 

图表 3：中国台湾半导体行业指数及加权指数  图表 4：费城半导体指数及纳斯达克综合指数 

 

 

 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；时间 2012-01-01到 2022-06-17； 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理；时间 2012-01-01到 2022-06-17； 
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1.1、 全球半导体设备行业展望 

根据国际半导体产业协会（SEMI）2021年 12月 14日公布的《年终总半导体设

备预测报告》和 2022年 4月 13日公布的《全球半导体设备市场统计报告》，

2021年全球半导体制造设备销售总额达到 1026亿美元的新高，比 2020年的

712亿美元的销售历史记录增长 44%，预计 2022年全球半导体制造设备市场销

售总额将扩大到 1143亿美元，同比增长 11.4%，到 2023年全球半导体制造设

备市场销售总额预计将略微下滑 0.8%至 1134亿美元。 

 

图表 5：全球半导体设备销售额及同比增速 

 
资料来源：SEMI预测、Wind、光大证券研究所整理 

 

2022年 5月：中国台湾半导体设备进口额为 27.14亿美元，同比增长 32.9%；

台积电营业收入为 1857.05亿新台币，同比增长 65.3%。 

2022年 4月：中国半导体销售额为 167.3亿美元，同比增长 13.3%；中国半导

体器件用机器及装置进口额累计值为 439.78亿元，同比减少 1.5%。 

2022年第一季度：全球半导体设备销售额为 246.9亿美元，同比增长 4.8%；中

国大陆半导体设备销售额为 75.7亿美元，同比增长 27.0%。 

 

图表 6： 中国台湾半导体设备月度进口额及同比  图表 7：台积电营业收入月度值及同比 

 

 

 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理 
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图表 8：中国半导体月度销售额及同比  图表 9：中国半导体器件用机器及装置进口额月度累计值及同比 

 

 

 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理 

图表 10：全球半导体设备季度销售额及同比  图表 11：中国大陆半导体设备季度销售额及同比 

 

 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理 

2022第一季度，五家全球重点半导体设备公司营收同比增速变缓：ASML营业

收入为 39.64亿美元，同比减少 24.5%，净利润为 7.90亿美元，同比减少 50.7%，

下同；LAM营业收入（40.60，+5.5%），净利润（10.23，-4.5%）；KLA营业

收入（22.89，+26.9%），净利润（7.76，+30.5%）；Teradyne营业收入（7.55，

-3.5%），净利润（1.66，-10.5%）。 

FY2022Q2，AMAT营业收入（62.45，+11.9%），净利润（15.36，+15.5%）。 

图表 12：ASML季度收入及同比增速  图表 13：ASML季度净利润及同比增速 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q1时间为 20220101~20220401； 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q1时间为 20220101~20220401； 
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图表 14：AMAT季度收入及同比增速  图表 15：AMAT季度净利润及同比增速 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q2时间为 20220203~20220501； 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q2时间为 20220203~20220501； 

 

图表 16：LAM季度收入及同比增速  图表 17：LAM季度净利润及同比增速 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q3时间为 20211229~20220327； 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q3时间为 20211229~20220327，

FY19Q2增速为+5814.3%； 

 

图表 18：KLA季度收入及同比增速  图表 19：KLA季度净利润及同比增速 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q3时间为 20220101~20220401； 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q3时间为 20220101~20220401； 
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图表 20：Teradyne季度收入及同比增速  图表 21：Teradyne季度净利润及同比增速 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q1时间为 20220103~20220331； 

 
资料来源：Bloomberg、光大证券研究所；注：FY22Q1时间为 20220103~20220331，

FY18Q4增速为-235.8%； 

 

1.2、 中国大陆半导体设备行业展望 

2021年中国大陆半导体设备销售额为 296.2亿美元，同比增长58.2%，占全球

半导体设备市场的 28.9%，第二次成为全球最大的半导体设备市场。我们预计

中国大陆半导体设备销售额全球占比有望从 2021年的 28.9%提升到 2023年的

32.5%，呈逐年上升的趋势。由此测算，2022年中国大陆半导体设备销售额预

计将达到 354.5亿美元，同比增长 19.7%，到 2023年中国大陆半导体设备销售

额有望增长 4.0%至 368.6亿美元。 

图表 22：中国大陆半导体设备销售额及同比增速  图表 23：中国大陆半导体设备销售额全球占比变化趋势 

 

 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理及预测 

 
资料来源：Wind、光大证券研究所整理及预测 

图表 24：中国大陆半导体设备销售额全球占比测算 

中国大陆销售占比 2018 2019 2020 2021.6 2021.9 2021 2022E 2023E 

占比（%） 20.3% 22.5% 26.3% 33.05% 27.14% 28.9% 31% 32.5% 

增量（Y2-Y1） - 2.2% 3.8% - - 2.6% 2.1% 1.5% 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理及预测 

 

中国大陆主要晶圆厂产能持续扩张。半导体设备收入的增长与晶圆厂扩张息息相

关，晶圆厂扩产的资本支出中的 70-80%左右将用于购买半导体设备，截止 2021

年底，国内主要晶圆厂扩产计划：中芯国际总扩产计划 24万片/月，其中中芯京

城 10万片/月，中芯深圳 4万片/月，中芯临港 10万片/月；华虹半导体计划扩

产 4万片/月；长江存储总产能规划，一期 10万片/月，二期 20万片/月，总产
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能目标 30万片/月；合肥长鑫 2021年扩产 6万片/月，2022年有望达到 12万

片/月，总产能目标 30万片/月；粤芯半导体一期二期产能 4万年/月，总产能目

标 12万年/月；上海积塔半导体一期 8英寸产能规划 4.5万片/月，最终 8万片/

月，二期 12英寸产能规划 5万片/月。 

图表 25：中国大陆主要晶圆厂扩产计划 

序号 晶圆厂 地点 产能规划 简介 预计产能释放时间 

1 

中芯京城 北京 2024年达 10万片/月（一期），二期将根据实际需求适时启动 12英寸 28nm及以上 2022-2025 

中芯深圳 深圳 2022年扩产至 4万片/月，预计 2022年开始生产 12英寸 28nm及以上 2022-2023 

中芯临港 上海 计划扩产 10万片/月，2022年 1月 4日正式启动建设 12英寸 28nm及以上 2023-2025 

中芯绍兴 绍兴 由 6万片/月扩产至 9万片/月 8英寸 90nm及以上 2021-2022 

中芯宁波 宁波 扩产 3万片/月 8英寸 90nm及以上 2022-2023 

2 华虹半导体 华虹无锡 2021年从 4万片/月扩产至 6万片/月，最终 8万片/月 12英寸 90-65/55nm 2021-2022 

3 长江存储 武汉 2021年产能约 10万年/月， 一期二期总目标 30万片/月 12英寸 NAND Flash 2021-2025 

4 合肥长鑫 合肥 2021年扩产 6万片/月，2022年有望至 12万片/月，总产能 30万年/月 12英寸 DRAM 2021-2025 

5 粤芯半导体 广州 一期二期总产能 4万片/月，预计到 2025年达 12万片/月 12英寸 90-65nm模拟工艺 2021-2025 

6 上海积塔半导体 上海 
一期 2020年 6月投产，规划 4.5万片/月，最终 8万片/月 8英寸 90nm及以上 2021-2023 

二期将于 2022年开始建设，规划 5万片/月 12英寸 65nm BCD工艺 2022-2023 

资料来源：各公司公告、光大证券研究所整理 

 

2022年中国头部晶圆厂资本开支持续上行。2021-2022年：TSMC（300/420

亿美金，同比+40%，下同），SMIC（45/50，+11.11%），XMC/YTMC（33/34，

+3.03%），Huahong Group（20/25，+25%）、UMC（18/30，+66.67%），

五家合计（416/559，+34.38%）。 

图表 26：全球 IDM & FOUNDRY资本开资及预测（单位：十亿美元，%） 

 
资料来源：TechInsights、光大证券研究所整理 

图表 27：中国头部晶圆厂资本开支及预测（单位：十亿美元） 

晶圆厂 2019 2020 2021 2022E 

TSMC 14.9 17.2 30.0 42.0 

SMIC 2.0 5.7 4.5 5.0 

XMC/YMTC 2.1 2.9 3.3 3.4 

Huahong Group 2.0 2.2 2.0 2.5 

UMC 0.6 1.0 1.8 3.0 

Total 21.6 29 41.6 55.9 

YoY(%) - 34.26% 43.45% 34.38% 

资料来源：TechInsights、光大证券研究所整理 
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2、 国内半导体设备招投标情况总览 

图表 28：2022年国内半导体设备招投标数据总览（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

薄膜沉积设备               

PVD 12 0 5 3 9        29 66 

CVD 12 0 25 6 17        60 246 

ALD 0 0 0 0 1        1 34 

EPI 0 0 2 0 0        2 14 

ECP 0 1 4 0 1        6 6 

MOCVD 0 0 0 1 0        1 1 

光刻机               

光刻机 6 5 1 1 5        18 23 

其他光刻设备 0 0 0 0 0        0 5 

刻蚀设备               

干法刻蚀 1 1 27 37 11        77 214 

湿法刻蚀 1 0 8 1 3        13 22 

前道检测与计量               

检测 2 0 15 22 9        48 135 

计量 3 0 16 12 7        38 50 

成分分析 0 0 0 0 0        0 3 

FIB 0 0 0 0 0        0 3 

清洗设备               

干法清洗 0 0 2 7 2        11 11 

湿法清洗 7 3 23 4 4        41 115 

去胶 0 1 9 0 0        10 61 

刷片机 2 0 3 9 0        14 11 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0        0 6 

涂胶显影设备               

涂胶显影 3 0 1 12 2        18 31 

涂胶 0 1 0 2 9        12 12 

显影 0 0 0 0 6        6 5 

固化 0 0 0 0 0        0 2 

化学机械研磨&抛光机               

化学机械研磨 9 0 5 1 8        23 49 

抛光机 0 0 0 0 0        0 9 

退火及热处理设备               

退火 4 2 9 3 4        22 70 

热处理 1 0 0 0 0        1 12 

离子注入及氧化扩散               

离子注入 7 0 11 4 7        29 49 

氧化扩散 14 0 18 54 3        89 120 

后道检测设备               

测试机 5 1 0 51 19        76 400 

分选机 0 0 0 8 0        8 78 

探针台 2 0 7 3 19        31 173 

后道封装设备               
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背金 0 0 0 0 0        0 4 

焊接 0 0 0 0 0        0 491 

键合 1 2 121 8 348        480 162 

切割 7 3 6 0 14        30 143 

塑封 0 2 0 21 0        23 13 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

 

3、 国内晶圆厂商招标情况 

3.1、 中芯国际（绍兴） 

图表 29：2022年中芯国际（绍兴）招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 9 

CVD 0 0 0 0 0        0 17 

EPI 0 0 0 0 0        0 1 

i-line光刻机 0 0 0 0 0        0 1 

干法刻蚀机 0 0 0 0 0        0 10 

前道检测 0 0 0 0 0        0 15 

前道计量 0 0 0 0 0        0 1 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 11 

去胶 0 0 0 0 0        0 2 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0        0 2 

涂胶显影 0 0 0 0 0        0 6 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 2 

退火 0 0 0 0 0        0 6 

氧化扩散 0 0 0 0 0        0 2 

后道测试机 0 0 0 0 0        0 37 

分选机 0 0 0 0 0        0 6 

探针台 0 0 0 0 0        0 25 

后道封装 0 0 0 0 0        0 78 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.2、 华虹半导体 

图表 30：2022年华虹半导体招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 11 0 3 0 0        14 8 

CVD 12 0 24 0 1        37 21 

ALD 0 0 0 0 1        1 0 

EPI 0 0 2 0 0        2 3 

ECP 0 0 3 0 0        3 1 

365nm光刻机 3 0 0 0 0        3 1 

248nm光刻机 2 0 0 0 0        2 3 

深紫外线光刻机 1 0 1 0 0        2 1 

干法刻蚀 0 0 24 17 3        44 34 
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湿法刻蚀 0 0 5 0 2        7 2 

前道检测 0 0 5 16 2        23 34 

前道计量 0 0 14 7 2        23 14 

干法清洗 0 0 2 7 0        9 0 

湿法清洗 0 1 15 0 0        16 12 

去胶 0 0 9 0 0        9 12 

刷片机 0 0 3 4 0        7 5 

倒片机 0 0 0 0 0        0 7 

涂胶显影 0 0 0 9 0        9 6 

化学机械研磨 9 0 4 0 0        13 6 

退火 4 0 8 1 0        13 12 

热处理 1 0 0 0 0        1 4 

离子注入 7 0 11 0 0        18 22 

氧化扩散 0 0 2 27 0        29 31 

后道测试机 0 0 0 0 16        16 8 

探针台 0 0 0 0 19        19 16 

后道封装 0 0 6 0 3        9 19 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.3、 华力微电子 

图表 31：2022年华力微电子招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 2 

CVD 0 0 0 0 0        0 7 

ALD 0 0 0 0 0        0 1 

248nm光刻机 0 0 0 0 0        0 1 

干法刻蚀 0 0 0 1 1        2 5 

前道计量 0 0 0 0 0        0 3 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 1 

刷片机 2 0 0 0 0        2 2 

涂胶显影 0 0 0 0 0        0 1 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 4 

离子注入 0 0 0 0 1        1 1 

氧化扩散 0 0 0 0 0        0 1 

后道测试机 0 0 0 0 0        0 2 

探针台 0 0 0 0 0        0 2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.4、 上海集成电路研发中心 

图表 32：2022年上海集成电路研发中心招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

前道检测 0 0 0 0 0        0 4 

FIB 0 0 0 0 0        0 1 

后道封装 0 0 0 0 0        0 1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.5、 长江存储 

图表 33：2022年长江存储招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 19 

CVD 0 0 0 0 0        0 153 

ALD 0 0 0 0 0        0 31 

EPI 0 0 0 0 0        0 2 

ECP 0 0 0 0 0        0 4 

光刻机 0 0 0 0 0        0 9 

干法刻蚀 0 0 0 0 0        0 99 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 4 

前道检测 0 0 0 0 0        0 3 

前道计量 0 0 0 0 0        0 22 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 35 

去胶 0 0 0 0 0        0 27 

涂胶显影 0 0 0 0 0        0 10 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 26 

退火 0 0 0 0 0        0 41 

离子注入 0 0 0 0 0        0 12 

氧化扩散 0 0 0 0 0        0 37 

后道测试机 0 0 0 0 0        0 239 

分选机 0 0 0 0 0        0 18 

探针台 0 0 0 0 0        0 113 

后道封装 0 0 0 0 0        0 10 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.6、 上海积塔半导体 

图表 34：2022年上海积塔半导体招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 1 0 0 2 7        10 10 

CVD 0 0 0 7 15        22 18 

EPI 0 0 0 0 0        0 1 

ECP 0 0 0 0 1        1 0 

光刻机 0 1 0 1 4        6 2 

干法刻蚀 0 0 1 14 5        20 17 

湿法刻蚀 0 0 1 0 1        2 6 

前道检测 0 0 0 3 4        7 8 

前道计量 0 0 0 3 0        3 3 

湿法清洗 0 0 0 4 3        7 7 

去胶 0 1 0 0 2        3 9 

刷片机 0 0 0 5 0        5 4 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0        0 2 

涂胶显影 0 0 1 3 3        7 6 

化学机械研磨 0 0 0 1 5        6 2 
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抛光机 0 0 0 0 0        0 1 

退火 0 0 0 2 1        3 1 

离子注入 0 0 0 3 0        3 10 

氧化扩散 0 0 15 27 2        44 32 

后道测试机 0 1 0 0 0        1 24 

分选机 0 0 0 0 0        0 2 

探针台 0 0 7 2 0        9 0 

后道封装 0 2 0 0 0        2 6 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.7、 华润微 

图表 35：2022年华润微招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

CVD 0 0 0 0 0        0 1 

PVD 0 0 0 0 0        0 3 

干法刻蚀 0 0 0 0 0        0 2 

湿法刻蚀 0 0 2 0 0        2 2 

前道检测 0 0 0 0 0        0 1 

湿法清洗 0 0 1 0 0        1 1 

去胶 0 0 0 0 0        0 4 

后道分选机 0 0 0 0 0        0 3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.8、 浙江创芯集成 

图表 36：2022年浙江创芯集成招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 4 

CVD 0 0 0 0 0        0 14 

干法刻蚀 0 0 0 0 0        0 5 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 4 

前道检测 0 0 0 0 0        0 9 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 17 

涂胶显影 0 0 0 0 0        0 3 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 5 

退火 0 0 0 0 0        0 2 

离子注入 0 0 0 0 0        0 2 

氧化扩散 0 0 0 0 0        0 15 

后道分选机 0 0 0 0 0        0 4 

后道封装 0 0 0 0 0        0 5 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.9、 上海新微 

图表 37：2022年上海新微招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 1 0 1        2 3 

CVD 0 0 0 0 0        0 6 

ALD 0 0 0 0 0        0 1 

EPI 0 0 0 0 0        0 5 

ECP 0 0 0 0 0        0 1 

MOCVD 0 0 0 0 0        0 1 

光刻机 0 0 0 0 0        0 5 

干法刻蚀 0 0 0 0 1        1 14 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 1 

前道检测 0 0 0 0 1        1 16 

前道计量 1 0 0 0 0        1 3 

FIB 0 0 0 0 0        0 1 

去胶 0 0 0 0 0        0 6 

涂胶显影 0 0 0 0 0        0 8 

抛光研磨机 0 0 0 0 1        1 3 

退火 0 0 0 0 0        0 3 

离子注入 0 0 0 0 0        0 1 

氧化扩散 0 0 0 0 1        1 0 

后道测试机 2 0 0 1 0        3 11 

分选机 0 0 0 0 0        0 2 

探针台 1 0 0 1 0        2 3 

后道封装 2 0 0 0 5        7 14 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.10、 上海芯物科技 

图表 38：2022年上海芯物科技招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 1 

CVD 0 0 0 0 0        0 1 

ALD 0 0 0 0 0        0 1 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 1 

前道检测 0 0 0 0 0        0 4 

前道计量 0 0 0 0 0        0 1 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 3 

干法清洗 0 0 0 0 0        0 1 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0        0 2 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 1 

抛光机 0 0 0 0 0        0 1 

退火 0 0 0 0 0        0 1 

后道测试机 1 0 0 0 0        1 11 

分选机 0 0 0 0 0        0 1 

探针台 1 0 0 0 0        1 3 

后道封装 0 0 0 0 0        0 3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.11、 上海新硅聚合 

图表 39：2022年上海新硅聚合招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

CVD 0 0 0 0 0        0 1 

前道检测 0 0 0 0 0        0 2 

前道计量 0 0 0 0 0        0 1 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 1 

化学机械研磨 0 0 1 0 0        1 1 

退火 0 0 0 0 0        0 1 

离子注入机 0 0 0 0 0        0 1 

后道封装 0 1 1 0 0        1 1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.12、 比亚迪半导体 

图表 40：2022年比亚迪半导体招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

前道检测 0 0 0 0 0        0 3 

后道测试机 0 0 0 0 0        0 7 

分选机 0 0 0 0 0        0 12 

探针台 0 0 0 0 0        0 13 

后道封装 0 0 0 0 0        0 94 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.13、 福建晋华 

图表 41：2022年福建晋华招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

ECP 0 0 1 0 1        2 0 

ECP 0 1 0 0 0        1 0 

湿法刻蚀 0 0 0 1 0        1 0 

FIB 0 0 0 0 0        0 1 

前道检测 0 0 0 3 2        5 3 

前道计量 0 0 1 2 3        6 2 

涂胶显影 2 0 0 1 0        3 0 

退火 0 0 0 0 2        2 0 

离子注入 0 0 0 1 1        2 0 

后道测试机 0 0 0 0 0        0 13 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.14、 燕东微电子科技 

图表 42：2022年 燕东微电子科技招标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 0 0 0        0 1 

光刻机 0 4 0 0 0        4 0 

干法刻蚀 0 0 0 0 0        0 6 

前道检测 2 0 0 0 0        2 1 

前道计量 0 0 0 0 1        1 0 

湿法清洗 8 1 7 0 1        17 7 

氧化扩散 14 0 0 0 0        14 4 

退火 0 2 0 0 0        2 0 

离子注入 0 0 0 0 5        5 0 

后道测试机 0 0 0 0 3        3 0 

后道封装 0 4 0 0 0        4 3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

 

4、 国内设备厂商中标情况 

4.1、 北方华创 

图表 43：2022年北方华创中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

PVD 0 0 4 1 8        13 16 

CVD 0 0 0 0 0        0 8 

ALD 0 0 0 0 0        0 1 

EPI 0 0 0 0 0        0 2 

干法刻蚀 0 0 6 17 2        25 39 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 4 

湿法清洗 0 1 7 0 2        10 13 

去胶 0 0 0 0 0        0 3 

退火 0 0 7 0 0        7 12 

热处理 0 0 0 0 0        0 7 

氧化扩散 0 0 1 21 2        24 39 

后道封装 0 0 0 0 0        0 3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.2、 中微公司 

图表 44：2022年中微公司中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

MOCVD 0 0 0 0 0        0 1 

干法刻蚀 1 1 0 12 2        16 19 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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4.3、 华峰测控 

图表 45：2022年华峰测控中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

后道检测 0 0 0 14 0        14 38 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.4、 芯源微 

图表 46：2022年芯源微中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0        0 1 

湿法清洗 0 1 0 0 0        1 8 

去胶 0 0 0 0 0        0 1 

刷片机 2 0 0 5 0        7 4 

涂胶显影 3 1 0 3 15        22 15 

后道封装 0 0 0 0 0        0 1 

检查显微镜 0 0 0 0 0        0 3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.5、 盛美半导体 

图表 47：2022年盛美半导体中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

ECP 0 1 1 0 0        2 0 

湿法刻蚀 0 0 0 1 0        1 2 

前道量测 0 0 0 0 0        0 2 

湿法清洗 0 0 5 0 0        5 14 

刷片机 0 0 0 0 0        0 5 

去胶 0 0 5 0 0        5 2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.6、 沈阳拓荆 

图表 48：2022年沈阳拓荆中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

CVD 0 0 3 0 11        14 26 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.7、 上海微电子 

图表 49：2022年上海微电子中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

光刻机 0 0 0 0 1        1 1 

退火 0 0 2 0 0        2 6 

缺陷检测显微镜 0 0 1 0 4        5 1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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4.8、 华海清科 

图表 50：2022年华海清科中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

化学机械研磨 0 0 3 0 7        10 20 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.9、 屹唐半导体 

图表 51：2022年屹唐半导体中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

干法刻蚀 0 0 0 0 0        0 5 

湿法清洗 0 0 0 0 0        0 2 

去胶 0 0 0 7 0        7 25 

退火 0 2 0 1 1        4 5 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.10、 中科信电子装备有限公司 

图表 52：2022年中科信电子装备有限公司中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

化学机械研磨 0 0 0 0 0        0 2 

离子注入机 0 0 1 0 0        1 2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.11、 上海精测半导体 

图表 53：2022年上海精测半导体中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

前道计量 0 0 0 1 1        2 1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.12、 深圳中科飞测 

图表 54：2022年深圳中科飞测中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

前道检测 0 0 1 1 1        3 12 

前道计量 0 0 0 0 4        4 2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.13、 至纯科技 

图表 55：2022年至纯科技中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

湿法清洗 8 1 0 0 0        9 8 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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4.14、 长川科技 

图表 56：2022年长川科技中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

测试机 2 0 0 24 0        26 14 

分选机 0 0 0 8 0        8 30 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.15、 先进微电子装备（郑州）_光力科技 

图表 57：2022年先进微电子装备中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

划片机 0 0 0 0 0        0 10 

陶瓷切割机 6 0 0 0 0        6 2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.16、 东方晶源 

图表 58：2022年东方晶源中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2021年 

前道计量 0 0 0 0 0        0 1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

4.17、 新益昌 

图表 59：2022年东方晶源中标数据（单位：台） 

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

粘片机 0 0 121 0 3        124 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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5、 投资建议 

 

建议关注半导体设备及材料投资标的： 

半导体设备行业投资建议：建议关注上市公司包括北方华创、中微公司、拓荆科

技、盛美上海、至纯科技、华峰测控、长川科技、芯源微、万业企业、华海清科、

光力科技、华兴源创、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASMPacific

（H）；非上市公司有屹唐半导体、上海微电子、睿励科学仪器、东方晶源。 

半导体材料行业投资建议：建议关注上市公司包括神工股份、沪硅产业-U、立昂

微、雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、

南大光电、华特气体、金宏气体。 

图表 60：A股半导体设备公司估值情况 

序号 证券代码 公司名称 
市值 

（亿元） 

营业收入（亿元） 归母净利润（亿元） PE PS PB 

21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 

1 002371.SZ 北方华创 1353 96.83 141.62 189.50 10.77 16.70 23.07 126 81 59 14 10 7 8 7 7 

2 688012.SH 中微公司 747 31.08 44.97 60.96 10.11 10.81 13.75 74 69 54 24 17 12 5 5 5 

3 688072.SH 拓荆科技-U 195 7.58 12.25 17.84 0.68 1.24 2.16 284 157 90 26 16 11 12 6 6 

4 688082.SH 盛美上海 366 16.21 26.24 38.35 2.66 4.10 6.03 137 89 61 23 14 10 8 7 6 

5 603690.SH 至纯科技 120 20.84 30.38 39.77 2.82 3.91 5.38 43 31 22 6 4 3 3 3 2 

6 688200.SH 华峰测控 225 8.78 12.69 17.29 4.39 6.25 8.54 51 36 26 26 18 13 9 7 6 

7 300604.SZ 长川科技 266 15.11 26.95 37.90 2.18 4.68 7.12 122 57 37 18 10 7 15 12 9 

8 688037.SH 芯源微 121 8.29 13.14 18.58 0.77 1.42 2.11 157 85 57 15 9 7 13 12 10 

9 600641.SH 万业企业 174 8.80 15.14 20.46 3.77 4.92 6.19 46 35 28 20 12 9 2 2 2 

10 688120.SH 华海清科 245 8.05 16.22 25.04 1.98 3.46 5.29 124 71 46 30 15 10 23 5 5 

11 300480.SZ 光力科技 65 5.30 10.83 15.19 1.18 2.22 3.30 56 30 20 12 6 4 4 4 4 

12 688001.SH 华兴源创 127 20.20 24.66 31.31 3.14 4.10 5.43 41 31 23 6 5 4 4 3 3 

13 300567.SZ 精测电子 114 24.09 29.38 36.68 1.92 2.90 3.80 59 39 30 5 4 3 3 3 3 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；股价时间为 2022-06-17，2022-2023年为Wind一致性预测； 

 

图表 61：A股半导体材料公司估值情况 

序号 证券代码 公司名称 
市值 

（亿元） 

营业收入（亿元） 归母净利润（亿元） PE PS PB 

21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 21A 22E 23E 

1 688233.SH 神工股份 91 4.74 6.80 9.46 2.18 2.93 3.81 42 31 24 19 13 10 6 5 5 

2 688126.SH 沪硅产业-U 652 24.67 35.07 45.28 1.46 2.22 3.26 446 293 200 26 19 14 6 5 5 

3 605358.SH 立昂微 409 25.41 38.44 51.01 6.00 9.70 12.90 68 42 32 16 11 8 4 5 4 

4 002409.SZ 雅克科技 259 37.82 44.29 55.79 3.35 6.18 8.38 77 42 31 7 6 5 4 4 3 

5 603650.SH 彤程新材 174 23.08 33.87 43.93 3.27 4.86 7.36 53 36 24 8 5 4 6 5 5 

6 300655.SZ 晶瑞电材 102 18.32 24.37 31.69 2.01 2.34 3.36 51 43 30 6 4 3 4 5 5 

7 300054.SZ 鼎龙股份 179 23.56 30.14 37.83 2.14 3.83 5.82 84 47 31 8 6 5 4 4 4 

8 688019.SH 安集科技 164 6.87 10.34 14.71 1.25 2.19 3.11 131 75 53 24 16 11 10 12 10 

9 300236.SZ 上海新阳 100 10.16 N/A N/A 1.04 N/A N/A 96 N/A N/A 10 N/A N/A 2 N/A N/A 

10 603078.SH 江化微 67 7.92 13.37 18.30 0.57 1.42 2.25 119 47 30 8 5 4 4 5 5 

11 300346.SZ 南大光电 174 9.84 12.54 15.49 1.36 2.20 2.88 128 79 60 18 14 11 7 8 7 

12 688268.SH 华特气体 84 13.47 17.45 22.56 1.29 1.74 2.43 65 48 34 6 5 4 6 6 5 

13 688106.SH 金宏气体 94 17.41 23.77 31.81 1.67 2.85 4.14 57 33 23 5 4 3 4 3 3 

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；股价时间为 2022-06-17，2022-2023年为Wind一致性预测； 
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6、 风险分析 

 

国产化进度不及预期 

半导体国产化需要较长的客户验证和导入时间，还要面临与国外知名厂商的直接

竞争，产品成熟度不够或客户配合意愿不强将会拖慢国产化进程。 

晶圆厂扩张不及预期 

晶圆厂的扩张与终端应用的景气度息息相关，如移动终端、功率器件、存储器件

等下游需求不及预期，将会影响晶圆厂的扩张计划。另外，中美贸易摩擦进一步

升级，有可能会拖慢晶圆厂扩张进度。 

技术研发不及预期 

半导体设备涉及的细分行业面广，壁垒较高，人才缺乏，存在研发失败的风险。 
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行业及公司评级体系 

评级 说明 

行 

业 

及 

公 

司 

评 

级 

买入 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上 

增持 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%； 

中性 未来 6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%； 

减持 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%； 

卖出 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上； 

无评级 因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 
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指数。 
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